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YOKOGAWAグループでは、環境適合設計のインフラストラクチャー整備の一環として、従来の
「設計審査基準」に加えて、新たに「環境適合設計のための基準」の充実を図っています。
また、鉛フリーはんだの実用化に向けて活動しています。

環境適合設計の研究開発2

1． 環境適合設計のための基準および設計支援ツール
環境適合設計をするためには、設計者に対して支援するガイドライン

や基準を充実する活動を97年度から実施しており、その基本ラインとし

て環境適合設計のための基準およびアセスメント基準を作成しました。

（1）環境調和型製品設計ガイドライン
このガイドラインは環境に適合した設計をするために考慮すべき点を

明確にすることを目的としています。環境負荷低減の考え方に加え、

廃棄に対する配慮を取入れています。

本ガイドラインでは、製品の長寿命設計、省エネ設計、省資源設計や

材料・部品の選択指針、リサイクル・廃棄を考慮した設計、加工法・

組立法の選択など、環境適合設計を進めるにあたって遵守すべき

事項を定めています。

（2）製品設計における環境アセスメント基準
環境調和型製品設計ガイドラインに則って設計された製品の環境

負荷を評価する基準であり、さらに設計当初から目標数値を定めて

設計することを目的として制定しました。

環境アセスメント基準は右の通りです。評価結果は「製品設計アセス

メント審査書」に記録を残します。

設計基準�

●環境調和型製品設計ガイドライン�
●製品に含まれる有害物質基準�
●プラスチック製品材料識別表示�
●リサイクル製品設計基準�

●製品設計における環境アセスメント基準�
●ライフサイクルアセスメント基準�アセスメント基準�

初期設計審査� 中間設計審査� 最終設計審査�

製品設計�
基本設計�

技術試作� 製造試作� 初回生産�

環境適合設計基準とアセスメント基準�

（3）製品に含まれる有害物質基準
設計時、部品及び材料を選定する段階においても環境を考慮する必

要があるため、使用禁止物質、削減対象物質を明確にする目的で製

品に含まれる有害物質基準を制定しました。

設計者はこの基準をベースに、製品に使用する部品に含まれる環境

負荷物質に使用禁止物質がないことを「製品設計アセスメント審査

書」で確認することが義務付けられています。

①時期�

�

②評価項目�
�

�

③評価基準�
�

�

�

�

④合否判定基準�

初期設計審査/中間設計審査/最終設計審査�

再資源化・処理の容易性、省資源化、省エネルギー、
長期使用性、回収・運搬の容易性、安全性および環境
保全性、情報開示、梱包など29項目。�

法規制をクリアしていなければ0点。�
法規制をクリアしており、なおかつ30％以上の改善は
4点、15％以上の改善は3点、5％以上の改善は2点、
5％未満の改善は1点とする。�

合格は評価項目に0がなく、総合評価点が従来機種を
上回っていること。不合格は評価項目に0があること、
または総合評価点が従来機種と同等以下。改善のガイ
ドラインは25％以上の改善を目標としており、あくま
でも設計に環境負荷低減の視点を盛り込むことを狙い
としている。�

製品設計における環境アセスメント基準�

製品設計アセスメント審査書
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（4）ライフサイクルアセスメント基準
製品の製造、流通、使用、廃棄に至るライフサイクルにおける環境

側面と潜在的環境影響を評価する技法の1つとしてライフサイクル

アセスメント（LCA）を導入しています。

また、このLCA技法を使用し、製品をエネルギー使用量やCO2排出

量等で定量的かつミクロ的に把握するツールも開発しました。

なお、このツールのデータベースは、産業技術総合研究所ライフサイ

クルアセスメント研究センターの“NIRE-LCA”を参考に作成して

います。

（5）リサイクル製品設計基準（2000年度制定）
製品のリサイクル性を向上させるため、製品設計をすすめるに

あたって遵守すべき事項を素材レベル、部品レベル、製品レベル、

梱包レベルに分け、製品等が廃棄物となることを抑制（リデュース）

するとともに、使用済み製品の循環使用（リユース、リサイクル）を

する3Rの観点から規定しています。

なお、このリサイクル製品設計基準は、既存の環境適合設計基準と

ともに設計の初期段階から適用され、設計審査の各段階で環境アセ

スメント基準によりその実施がチェックされます。

2．鉛フリーはんだの実用化
鉛フリーはんだは従来の鉛はんだに比べて「溶融温度が高い」

「酸化物の発生が多い」「はんだ付け性が悪い」など、品質保証

された実用化には乗り越えなければならないハードルがたくさん

あります。そこで、同一プリント配線板上で熱容量の大きい部品と

小さい部品を、同時に自動はんだ付けできるようにするため、実装

技術の総合的な検討を行なっています。現在、片面基板と両面リフ

ロー基板については鉛フリーはんだを使用したフローはんだ付け

技術を確立することができ、実用化に向けて作業を行っています。

鉛フリーはんだの実用化ついては今後下記の「鉛フリーはんだ化

スケジュール」に合わせ行っていきます。
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CPUモジュールのCO2排出量比較�
［F3SP58-6H（新製品）／F3SP35-5N（従来品）］�

ライフサイクルアセスメント基準の実施例

鉛フリーはんだ化スケジュール
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